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备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1. 标记:
1) 当顾客要求加标记，如果出现板内空间不足，与顾客确认“只加周期”；
2) 顾客要求加顾客标记和字母F(除非顾客说明中要求不加,字母F代表快捷)，字母高度不能超过3MM，参考下图：
[image: image1.png]



3) 关于客户要求加94V-0，请直接加我司的UL标记（含周期标记）和客户的标记（不要FP标记），随光绘文件发给客户确认。请参考下图；
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2. 钻孔：
1) 顾客要求最小孔铜厚度25um时，统一按照最小20um控制；如果无孔铜要求时，则最下孔铜按20um，
平均孔铜按25um
    2）无要求时，孔位公差按+/-3mil
    3）公差（无要求时）

       NPTH:+/-0.05MM;PTH:+0.1-0.05mm;SLOT:+ /-0.1mm 

3. 外形、拼板:
1) 除顾客设计外，不允许在附边（此附边与交货单元一起交给顾客）上加铜点；
4. 过孔处理

(1)对于双面盖油的过孔，客户原始文件中过孔＜0.7mm时，全部塞孔制作。客户原始文件中过孔≥ 0.7mm时，按文件不塞孔,盖油面加比孔小0.2mm的开窗；不允许假性露铜，孔口阻焊厚度需在5um以上。

（2）对于单面盖油的过孔，如果为喷锡板，则在盖油面塞孔；如果为非喷锡板，则在盖油面加比孔小0.2mm的开窗

5. 层间介质厚度：
     多层板层间介质厚度≥100um，PP需要最少2张
6. 单面板：

针对单面板，钻孔不允许削盘，客户要求孔口边必须有铜

7.v-cut
	板厚（mm）
	Vcut余厚及公差（mm）

	0.6≤板厚≤0.8
	0.35+/-0.1

	0.8＜板厚≤1.6
	0.4+/-0.1

	板厚>1.6
	0. 5+/-0.1


8 其他:
1）.光绘文件需与客户确认再下线,提供给客户的GERBER文件格式一定要转化成gerber format；对于客户己经光绘确认的生产文件，如有任何的修改，必须重新确认。
        2）. 工程不能直接按照《工程常规问题处理方法》制作，需提出确认
9.表面处理（无要求时）：

      HAL            1-40um

      沉金           Ni:3-8um，Au：0.05-0.1um

      电镀硬金       Ni:4-8um，Au：0.5-1.2um
      沉锡           >1.0um

      沉银           0.2-0.4um
10.孤立焊盘

当内层有孤立焊盘时不允许删除，当文件中没有孤立焊盘设计时需要自行添加孤立焊盘。

11.网格设计

客户文件中有类似如下网格设计时按照客户设计制作，无类似下图网格设计有网格要求时（有文字要求无设计图形时）忽略网格要求，无需与客户EQ确认
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V082终端客户（ ）增加如下要求：终端顾客代码：V082-0910

来源于：20171126 CustomerID-910_specs.pdf
     1.外形公差：



无要求时，外形公差+/-0.1mm

     2.孔径公差（无要求时,单位：mm）：
	NPTH:
	-0/+0.1

	PTH(非压接孔)：
	-0.05/+0.1

	压接孔：
	+/-0.05

	NPTH SLOT :
	-0.1/+0.1

	PTH SLOT:
	长：-0.13/+0.13   宽：-0.13/+0.13



3.翘曲度：



无要求时，有SMT，则按小于等0.75%；无SMT，则按小于等1.00%


4.孔环：

      无要求时，内层孔环最小1mil

    5.表面处理：

        顾客接受沉银厚度0.2-0.4μm


6.过孔处理类型(根据顾客制板要求选择类型)：


   CASE1(阻焊开窗比完成孔径单边大4mil，无要求时，若顶层盖油，底层开窗，则顶层按CASE1处理)：
                           [image: image4.emf]

   CASE2（盘中孔塞孔）：

                      [image: image5.png]bottom side
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   CASE3：

                       [image: image6.emf]

   CASE4（用PETERS VF2467塞孔）：

                   [image: image7.emf]    


   CASE5（测试点）：



                    [image: image8.emf]

   CASE6（孔小于0.5mm时，按如下图示塞孔，图示X>25%板厚，不允许露铜；孔小于等于0.5mm时，按CASE1方式处理）：

                                        [image: image9.emf]
 
7.有耐CAF要求
    8.测试条：

      如果顾客不允许删除内层线或盘，下图测试条中，顾客接受红色箭头所指位置漏铜。

                  [image: image10.png]




9.碳油型号：

      顾客接受碳油型号按我公司的型号执行


10.蓝胶：

      无要求时，蓝胶厚度0.2-0.8μm，PETERS:SD2954/SD2595
V082终端客户（ ）增加如下要求：终端顾客代码：V082-1500
来源于：20171126 CustomerID-1500_spec r2.docx
  1.线宽公差：



当基铜≤35μm时，线宽负公差25μm，正公差无要求

        当基铜＞35μm时，线宽负公差64μm，正公差无要求

  2.内层孤立盘：

       不允许删除内层孤立焊盘

  3.周期格式：

       当加周期，且无周期格式要求时，按YY·WW

  4.交货板板角：
      无要求时，交货板板角倒1mm圆角。

  5.工艺边：
      不允许在工艺边上加铺铜（顾客设计好或顾客要求除外）

  6.BGA处：

      修改BGA阻焊开窗时需要EQ确认（正常补偿除外）

  7.翘曲度（无要求时）：
      有SMT的板，最大0.5%；无SMT的板，最大1.0%；对于混合材料的板，最大0.75%

  8.孔径公差（单位mm，无要求时）：     
	工具孔（顾客标识符号“A”的孔为工具孔）
	+/-0.05 

	PTH
	当孔径＞0.5，且为非压接孔时，孔径公差为-0.1/+0.05
当孔径 ≤0.5，且为过孔时，孔径公差为-∞/+0.05

	压接孔
	+/-0.05

	NPTH
	-0/+0.1


   9.过孔处理（无要求时）：

  A.对于双面盖油，允许加阻焊开窗，当钻孔孔径（钻孔孔径，非成品孔径）≤0.4mm时，阻焊开窗单边比钻孔（钻孔孔径，非成品孔径）大0.05mm（若超公司能力，可以不加阻焊开窗）；当钻孔孔径（钻孔孔径，非成品孔径）＞0.4mm时，不允许加阻焊开窗；无法制作时，EQ确认。

      B.单面盖油时，盖油面加比钻孔单边大0.05mm开窗
10.阻焊开窗允许比焊盘单边大2mil

V082终端客户（ ）增加如下要求：终端顾客代码：V082-1154
来源于：20171126 CustomerID-1154_specs.pdf ocx
       1.板材：

         无要求时，TG值需要大于等于150度，在周期后加无铅标记，如：0612LF,其中LF为无铅标记。
       2.板厚公差：

         无要求时，当板厚为1.6mm，公差按+/-0.19mm；当板厚为1.5mm，公差按+/-10% 
       3.工艺边：

          无要求时，工艺边上需加铺铜

       4.铜厚说明：

          当顾客制板说明没有明确铜厚为最小铜厚时，按如下规则：            
	
	顾客铜厚
	完成铜厚最小

	外层
	17.5μm
	15μm

	
	35μm
	30μm

	
	70μm
	62μm

	内层
	17.5μm
	11μm

	
	35μm
	25μm

	
	70μm
	56μm


       5.孔铜：
         无要求时，孔铜厚度按IPC III级（最小20μm，平均25μm）

       6.表面处理：

          无要求时，金手指镍2.5-7μm；金厚0.75-2μm

          无要求时，沉银厚：0.2-0.4μm

          无要求时，按无铅喷锡表面处理

      7.阻焊颜色：
          无要求时，阻焊按绿色亮光或哑光

      8.字符：
           允许套削字符，保证可读性即可。

      9.翘曲度：
           无要求时，最大翘曲0.75%

     10.金手指：

              无要求时，金手指倒角45度，深度0.4+/-0.1mm

     11.铣板注意：

            ① 无要求时，板内角最大1.5mm，如下图：

              [image: image11.png]R 1,5 max




            ②无要求时，如下图所示，铣刀2.4mm，桥宽0.7-1.0mm
              [image: image12.png]-




预审部分： 
1.板厚公差：
  无要求时，当板厚≤1.0 mm，板厚公差+/-0.1mm; 当板厚>1.0 mm，板厚公差+/-10%mm

2.翘曲度：
   无要求时，若果板上有SMD焊盘，则翘曲度最大0.75%；如果板上无SMD焊盘，则翘曲度最大1.5%
3.外形公差：
   无要求时，外形公差按+/-0.1mm 

4.阻焊颜色：

  无要求时，按绿色哑光制作(顾客要求为绿色阻焊时，必须按绿色哑光)
5.测试条要求

如果客户订单文件中要求提供测试条（如下图所示），必须勾选提供测试条。
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MARK THE 1°7 LEFT COLUMN WITH “YES” or “ok” FOR ACKNOWLEDGMENT OF THE RELATED REQUIREMENT.
SEND THIS FILE, FILL-IN IN ALL ITS PARTS, TO cad@pcb-tecnomec.com ALONG WITH EQ AND WORKING FILE.

‘Concerning logos, please refer to the "logo-est" file.
DO NOT ADD ANY OTHER LOGO in addition to those indicated in the "logo-est" file.

- Send us the DECLARATION of MATERIALS used for production.

- Send us TEST REPORT.

- Send us METALLOGRAPHIC SECTION SAMPLE (x-section) including SOLDER MASK THICKNESS MEASURE.

- Follow “build-up.pdf’.
L]

Take special care for customer’s specifications in “specs.pdf”.

SOLDER MASK OPENINGS MUST NOT BE MODIFIED, PRODUCE AS THE ORIGINAL FILE!

SHIP 1 EXCESS/REJECTED/SCRAP PCB FOR OUR AOI PURPOSE

There is CUSTOMER TEST COUPON attached to the main pcb, please don’t miss to send it.

NO MODIFICATION TO CUSTOMER’S ORIGINAL FILES IS ALLOWED. ANY ISSUE PLEASE HIGHLIGHT IN THE EQ.





CAM部分： 无
FPC：
  1.板厚公差：

     无要求时，板厚公差+/-0.05mm
  2.表面处理：

    沉金           Ni:3-5um，Au：0.05-0.1um

